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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2019年中国大功率半导体器件市场现状分析及投资前景研究报告》

共十一章。首先介绍了中国大功率半导体器件行业的概念，接着分析了中国大功率半导体器

件行业发展 环境，然后对中国大功率半导体器件行业市场运行态势进行了重点分析，最后分

析了中国大功率半导体器件行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国大功率半导体 器件行

业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。 

    我国电力电子器件起步较晚，外商在中国大功率半导体市场上占据绝对优势地位，不过近

年来，我国电力电子器件件市场发展快速，在全球市场中所占的份额越来越大，已成为全球

最大的大功率电力电子器件需求市场。 

    分立功率器件按照功率的大小划分为大功率半导体器件和中小功率半导体器件。具体来说

，大功率晶闸管专指承受电流值在200A 以上的晶闸管产品;大功率模块则指承受电流25A 以上

的模块产品;大功率IGBT、MOSFET 指电流超过50A 以上的IGBT、MOSFET 产品。 

 

    1956 年美国贝尔实验室(Bell Lab)发明了晶闸管，国际上，70 年代各种类型的晶闸管有了很

大发展，80 年代开始加快发展大功率模块，同时各种大功率半导体器件在欧美日有很大的发

展，90 年代IGBT 等全控型器件研制成功并开始得到应用。 

    在国内，60 年代晶闸管研究开始起步，70 年代研制出大功率的晶闸管，80年代以来，大功

率晶闸管在中国得到很大发展，同时开始研制模块;本世纪以来，开始少量引进超大功率晶闸

管(含光控晶闸管)技术;近年来国家正在逐步引进IGBT、MOSFET 技术。中国宏观经济的不断

成长，带动了大功率半导体器件技术的发展和应用的不断深入。 

晶闸管、模块、IGBT 的发明和发展顺应了电力电子技术发展的不同需要，是功率半导体发展

历程中不同时段的重要标志产品，他们的应用领域、应用场合大部分不相同，小部分有交叉

。 

    高电压、大电流、高频化、模块化、智能化的方向发展。在10Khz 以下、大功率、高电压的

场合，大功率晶闸管和模块具有很强的抗冲击能力及高可靠性而占据优势，同时又因成本较

低、应用简单而易于普及。在10Khz 以上、中低功率场合，IGBT、MOSFET 以其全控性、适

用频率高而占据优势。 

第一章 2012-2013年大功率半导体器件产业基础 

第一节 大功率半导体器件定义分类 



一、功率半导体器件 

二、大功率半导体器件定义 

三、大功率半导体器件分类  

    分立功率器件按照功率的大小划分为大功率半导体器件和中小功率半导体器件。具体来说

，大功率晶闸管专指承受电流值在200A 以上的晶闸管产品；大功率模块则指承受电流25A 以

上的模块产品；大功率IGBT、MOSFET 指电流超过50A 以上的IGBT、MOSFET 产品。 

 

    资料来源：博思数据研究中心整理 

第二节 大功率半导体器件市场特征 

一、大功率半导体市场总体特点 

二、大功率半导体市场供给分析  

    2012年我国大功率半导体行业产量约1125万只，同比2011年的938万只增长19.94%，近几年

我国大功率半导体行业产量情况如下图所示： 

 

    资料来源：博思数据研究中心整理 

三、行业利润水平及变动趋势 

四、周期性、区域性或季节性 

五、行业技术水平及技术特点 

六、大功率半导体器件发展趋势 

第三节 大功率半导体器件上下游 

一、行业上下游关联性  

    大功率半导体应用集中的行业有：电力输变电、钢铁及冶炼、电机驱动、 轨道交通、大功

率电源、电焊等领域。 

 

    资料来源：博思数据研究中心整理 

二、上下游对行业影响 

第二章 2012-2013年中国大功率半导体器件行业市场发展环境分析 

第一节 国内宏观经济环境分析 



一、GDP历史变动轨迹分析 

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 

三、2014年中国宏观经济发展预测分析 

第二节 2012-2013年中国大功率半导体器件行业政策环境分析 

一、行业主管部门 

二、行业监管体制 

三、行业法规及政策 

第三节 2012-2013年中国大功率半导体器件行业社会环境分析 

一、人口环境分析 

二、教育环境分析 

三、文化环境分析 

四、生态环境分析 

五、中国城镇化率 

六、居民的各种消费观念和习惯 

第三章2012-2013年中国半导体分立器件产业运行形势分析 

第一节2012-2013年中国半导体分立器件产业发展综述 

一、客户对分立功率器件的要求日益提高 

二、应对挑战的新产品 

三、我国分立器件保持稳定增长态势  

    2013年1-11月我国半导体分立器件4110.1亿只，增长2.3%保持稳定增长态势。 

 

    资料来源：博思数据研究中心整理 

第二节 功率半导体器件主要工艺生产技术分析 

一、外延工艺技术 

二、光刻工艺技术 

三、刻蚀工艺技术 

四、离子注入工艺技术 

五、扩散工艺技术 

第三节 2012-2013年中国半导体分立器件产业发展存在问题分析 



第四章 2012-2013年中国大功率半导体器件市场动态分析 

第一节 2012-2013年中国大功率半导体器件市场分析 

一、全球大功率半导体器件市场容量  

    根据iSuppli发布的统计数据：2012年全球大功率半导体器件市场规模为230.3亿元。在中国等

需求市场的拉动下，行业增长速度远高于全球半导体分立器件行业同期增长水平。 

    

    资料来源：iSuppli 

    世界主要国家大功率半导体器件市场分析 

    2007-2012年全球主要国家大功率半导体市场规模（亿元）                             国家或地区            

2007年             2008年             2009年             2010年             2011年             2012年                               美国        

    12.8             13.5             14.4             15.5             16.8             18.1                               日本             16.8            

17.5             18.9             20.2             21.7             23.5                               欧洲             23.2             25.0             27.5 

           30.8             34.5             38.2                               中国             42.6             51.4             64.4             80.5           

 100.2             120.4                               其他             20.4             23.7             26.4             26.4             26.9            

30.1                               合计             115.7             131.1             151.6             173.4             200.0             230.3         

      

    资料来源：iSuppli 

三、大功率半导体器件发展特征分析 

第二节2012-2013年中国大功率半导体器件市场动态分析 

一、国内大功率半导体器件市场容量  

    在技术不断发展和工艺逐步改善的双重推动下，大功率半导体器件将向着高电压、大电流

、高频化、模块化、智能化的方向发展。在10Khz 以下、大功率、高电压的场合，大功率晶

闸管和模块具有很强的抗冲击能力及高可靠性而占据优势，同时又因成本较低、应用简单而

易于普及。 

    在10Khz 以上、中低功率场合，IGBT、MOSFET 以其全控性、适用频率高而占据优势。 

大功率半导体器件具体适用范围表                            半导体器件对比（大功率）             应用场合     

       产品特点                               适用电压范围             适用功率范围             适用频率范围             可靠

性、抗冲击能力             应用难易程度             成本                               晶闸管             400V-8500V            

100KW 以上             10KHZ 以下             好             简单，易掌握             低                               晶闸管及整

流模块             400V-4000V             7.5-350KW             1KHZ 以下             好             简单，易掌握             



低                               IGBT MOSFET             100V-1700V             1.5-200KW             10KHZ 以上             较

差             复杂，难掌握             高                

    资料来源：博思数据研究中心整理 

二、大功率半导体器件下游消费结构 

三、大功率半导体器件重点企业动态分析 

第三节2012-2013年中国大功率半导体器件发展存在问题分析 

第五章2012-2013年中国大功率半导体器件市场需求分析 

第一节 电力领域大功率半导体器件需求 

一、电力投资分析 

二、行业需求规模 

第二节 电机驱动领域大功率半导体器件需求 

第三节 钢铁及金属冶炼行业需求分析 

第四节 轨道交通行业需求分析 

第五节 大功率电源行业的需求分析 

第六节 电焊机行业需求分析 

第七节 其他领域市场分析 

一、励磁电源领域市场分析 

二、无功补偿装置领域市场分析 

第六章 2009-2013年中国其他半导体器件进出口数据监测分析 

第一节 2009-2013年中国其他半导体器件进口数据分析 

一、进口数量分析（85415000） 

二、进口金额分析 

第二节 2009-2013年中国其他半导体器件出口数据分析 

一、出口数量分析 

二、出口金额分析 

第三节 2009-2013年中国其他半导体器件进出口平均单价分析 

第四节 2009-2013年中国其他半导体器件进出口国家及地区分析 

一、进口国家及地区分析 

二、出口国家及地区分析 



第七章2009-2013年中国半导体分立器件制造行业数据监测分析 

第一节　2009-2013年中国半导体分立器件制造行业规模分析 

一、企业数量增长分析 

二、从业人数增长分析 

三、资产规模增长分析 

第二节　2012-2013年中国半导体分立器件制造行业结构分析 

一、企业数量结构分析 

1、不同类型分析 

2、不同所有制分析 

二、销售收入结构分析 

1、不同类型分析 

2、不同所有制分析 

第三节　2009-2013年中国半导体分立器件制造行业产值分析 

一、产成品增长分析 

二、工业销售产值分析 

三、出口交货值分析 

第四节　2009-2013年中国半导体分立器件制造行业成本费用分析 

一、销售成本统计 

二、费用统计 

第五节　2009-2013年中国半导体分立器件制造行业盈利能力分析 

一、主要盈利指标分析 

二、主要盈利能力指标分析 

第八章 2012-2013年中国大功率半导体器件市场竞争格局分析 

第一节 2012-2013年大功率半导体器件行业竞争格局 

一、国内企业在国内市场竞争格局 

二、国外企业在中国竞争情况 

第二节大功率半导体器件行业企业及其市场份额 

一、国内企业销售额占比 

二、市场占有率水平 

第三节大功率半导体器件行业进入壁垒分析 

一、市场壁垒 



二、技术壁垒 

第九章 2012-2013年中国大功率半导体器件企业竞争力分析 

第一节 南车时代电气股份 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第二节 湖北台基半导体股份有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第三节 西安永电电气有限责任公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第四节 江苏矽莱克电子科技有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第五节 常州瑞华电力电子器件有限公司 



一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第六节 西安电力电子技术研究所 

第七节 大功率半导体器件外资企业 

一、德国赛米控公司（SEMIKRON） 

二、ABB 公司 

三、IXYS 公司 

四、英飞凌科技公司 

第十章2014-2019年中国大功率半导体器件发展前景预测分析 

第一节2014-2019年中国半导体分立器件产业趋势预测分析 

一、分立器件三大发展趋势 

二、半导体分立器件技术方向分析 

三、半导体分立器件进出口预测分析 

  

    2012 年，中国分立器件进口量和进口额分别为 3724.3 亿只和 263.1 亿美元，同比分别增长了

17.2%和 51%；出口量为 3346.8 亿只，同比增长了 7.2%，出口额为 273.4 亿美元，同比减少了

18.6%。这主要是受全球 LED 产能增长过快，导致市场出现明显的供大于求局面导致 LED 产

品的市场销售价格出现大幅下跌，国内 LED 产品的出口价格也随之大幅下滑。 

 2012年分立器件进口量及进口金额数据统计 

                           年份             进口量（亿只）             进口金额（亿美元）                               2012年           

 3724.3             263.1                资料来源：博思数据研究中心整理 2012年分立器件出口量及出口金

额数据统计 

                           年份             出口量（亿只）             出口金额（亿美元）                               2012年           

 3346.8             273.4                

    资料来源：博思数据研究中心整理   

    资料来源：博思数据研究中心整理 

    据市场预计，2018年我国分离器件进口量将达到4300亿只，出口量将达到4435亿只，进出口



将保持稳步增长态势，随着下游市场的发展，到2018年，出口量将大于进口量。从中国分立

器件市场来看，在产品升级和电子整机需求的带动下，在下游应用市场逐步消化过剩产能的

背景下，分立器件销售额和销量将呈现更快的增长势头。从细分产品来看，中国分立器件产

业加速增长的动力将主要来自于 LED、MOSFET、MEMS、IGBT 等新兴产品的快速增长。 

  

    资料来源：博思数据研究中心整理 

第二节2014-2019年中国大功率半导体器件发展前景分析 

一、大功率半导体器件市场供需预测分析 

二、大功率半导体器件进出口预测分析 

三、大功率半导体器件竞争格局预测分析  

    目前，国际大厂占据了国内大功率半导体器件市场70%以上的份额,国内高端产品尚需大量

进口。大功率IGBT、MOSFET 等器件被英飞凌等少数国际巨头垄断。国产厂商主要竞争者是

台基股份、西电所、时代电气等,在产品一致性、可靠性、成品率等质量水平上与国外尚有一

定差距。 

 

  

    资料来源：博思数据研究中心整理 

    随着国内厂商市场的不断发展，未来几年，国内厂商竞争力会逐步加强吗，我们预计未来

几年国际大厂和国内厂商各自将占国内大功率半导体一半的市场，市场份额将分别达到54%

和46%。 

  

    资料来源：博思数据研究中心整理 

第三节2014-2019年中国大功率半导体器件盈利预测分析 

第十一章 2014-2019年中国大功率半导体器件产业投资机会与风险分析 

第一节 2014-2019年中国大功率半导体器件产业投资环境分析 

第二节 2014-2019年中国大功率半导体器件产业投资机会分析 

一、中国大功率半导体器件市场发展潜力巨大 

二、大功率半导体器件投资热点分析 

第三节 2014-2019年中国大功率半导体器件产业投资风险分析 

一、市场竞争风险分析 



二、进入退出风险分析 

三、技术风险分析 

第四节 博思数据投资建议 
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